EIGNUNGSMATRIX UNSERER OBERFLACHEN ~&lNDUS

ELECTRONIC
CHEM.
CHEM. NI/AU NI/PD/AU CHEM. PD/ AU GALV. NI/ GALV. NI/ CHEM. HAL HAL CHEM.
ENIG ENEPIG EPIG HARTGOLD FEINGOLD VAL L\ BLEIFREI SNPB SILBER
Reduktiv Nickel/ Reduktiv Hot Air Hot Air
B hreib Reduktiv Nickel/ Reduktiv Palladium/ Steck- Leveling Leveling
eschreibung Immersion Gold Palladium/ Teilreduktives kontakte (HeiRlufterzi| |(HeiRlufterzin
Immersion Gold Gold nnung) nung)
Layer und Ni: 4-7um Ni: 4-7um Pd: 0,1-0,3um Ni: >4pm Ni: >4pm . SnCuNi-Leg| | SnPb-Leg .
Schichtdicke Au: 0,05-0,1um AF;C:"O(J’E;%,Ss“LTm Au:0,1-0,3um | | Au:0,8-3um | [Au: 0,2-10pm Sn: 1um 1-50um 1-50pm Ag: 0,2um
Loten A A A A A
Bonden Al-Draht A A A $® A % % b 4 A
Bonden Au-Draht A A b 4 A b 4 b 4 8 A
Hochfrequenz A A
o _ >12 >12 >12 >12 >12 6 >12 >12 6
Lagerfahigkeit
MONATE MONATE MONATE MONATE | | MONATE | | MONATE | [MONATE| | MONATE | | MONATE
Einpresstechnik A A
Korrosions-
bestandigkeit A A A A
Preis A
RoHS A A A A A A A 2 A
A -uneingeschrankt -gut durchfuhrbar -mit Einschrankung -stark limitiert $€-ungeeignet




